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Abstract (en)
Processes are disclosed for the metal coating of metallic material, in particular of low-alloyed high-strength steels which are characterised in that
electrodeposited adhesion promotion layers composed of iron, iron and nickel, nickel, cobalt, copper or alloys of the abovementioned metals or zinc/
nickel alloys are deposited on said metallic materials from non-aqueous electrolytes and aluminium is then electrodeposited thereon in a manner
known per se.

Abstract (de)
Offenbart werden Verfahren zur Metallbeschichtung von Metallwerkstoffen, insbesondere niedriglegierten hochfesten Stählen, die dadurch
gekennzeichnet sind, daß aus nichtwäßrigen Elektrolyten galvanisch Haftvermittlungsschichten aus Eisen, Eisen und Nickel, Nickel, Cobalt, Kupfer
oder Legierungen der vorstehend genannten Metalle oder Zinn-Nickel-Legierungen auf diese Metallwerkstoffe abgeschieden und darauf dann
anschließend in an sich bekannter Weise galvanisch Aluminium abgeschieden wird.
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